
２０２６年度　成蹊大学経済学部　ＡＯマルデス入学試験　一次審査合格者受験番号一覧

一般受験 外国人特別受験

経済数理学科 現代経済学科 経済数理学科

1001 1501 1506 1515 2401
1003 1502 1507 1516 以上

1004 1503 1508 1518
1005 1504 1510 以上

以上 1505 1514

二次審査　１１月１５日（土）　集合時間・集合場所

集合時間 集合場所

一　般

外国人特別
１０時００分 ３号館４０１室

二次審査に関する注意事項

審査に関する詳細は、次ページの「２０２６年度経済学部ＡＯマルデス入試

二次審査について」に記載していますので、必ず確認してください。

２０２５年１１月７日

成 蹊 大 学
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一次審査合格者の皆さま 

 

２０２６年度経済学部 AOマルデス入試 

二次審査について 

2025年 11月 7日 

■注意事項 

• 二次審査は、事前学習確認審査および発表審査です。 

• 受験票を必ず持参し、常に携帯してください。 

• 二次審査実施日は、202５年 11月 1５日（土）、集合時刻は 10：00です。 

• 事前学習確認審査は 10:30 開始予定です。開始後２０分以降の審査会場への入場は、特別

の事情がない限り認められません。  

• 事前学習確認審査を未受験の場合は、発表審査を受験することはできません。 

• 発表審査の順番によって、審査終了が 15 時近くになることがあります。帰路の列車・飛行機

等を予約する場合は、十分に時間の余裕を確保してください。なお、発表審査の順番は、審査

当日、事前学習確認審査の終了後に公表します。 

• 受験生は、審査が始まってから自分の発表審査が終了するまで、審査会場から出ることがで

きません。食事は、休憩時間中に控室でとっていただきます。昼食は各自でご持参ください。 

• 二次審査当日の服装は自由です。 

 

○二次審査の課題について 

• 10月15日（水）に成蹊大学入試情報サイトS-NETに公開していますので、ご確認ください。 

 

○事前学習確認審査について 

• 試験時間は 40分間です。 

• 課題となる文献資料（和文・英文の文章、数値や図表など）を参照しつつ、それにもとづいた

筆記試験を行います。文献資料の理解度と、分析に必要な基礎力を審査します。 

• 問題用紙と解答用紙の他に、課題の文献資料（全部または一部を抜粋したもの）を配布しま

す。事前学習確認審査では、持参した文献資料を使用することはできません。 

• 机の上に置くことができる物は、「受験票」「黒鉛筆（HB）」「シャープペンシル（HB 黒芯）」

「プラスチック消しゴム」「鉛筆削り（電動式は不可）」「時計（計時機能だけのもの）」「眼鏡」

「ティッシュペーパー（袋から取り出したもの）」「無地のハンカチ」「目薬」のみです。 
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• 耳栓の使用は認められません。その他、必要な物がある場合、事前にお問い合わせください。 

• 受験に際して、不正行為をしたとみなされた場合は、選考対象から除外されますので、このよう

な行為はしないように注意してください。 

 

○発表審査の進め方 

• 審査時間は約 20分間です。審査の実施状況によっては、予定より延びることもあります。 

• 課題となる文献資料を正確に理解・分析し、それをもとに自分自身の考え方を表現する力を対

面による個人面接で審査します。審査は以下の３つの内容で構成されます。 

1. 文献資料の内容と自身の考えをまとめた発表要旨（レジュメ）にもとづく１０分間のプレゼ

ンテーション。 

2. 発表内容やレジュメ、一次審査提出書類に関する５分程度の質疑応答。 

3. 志望理由や活動歴などについての自己アピール（２分間）と質疑応答。 

• 持参した文献資料、レジュメおよびメモやノートを手元に置いて審査を受けることができます。

ただし、デジタルデバイス（スマートフォン・パソコン等）を使用したり、文章・図表を印字したフ

リップボードを使用したりすることは認めません。 

• プレゼンテーションで使用する言語は日本語です。 

 

※レジュメは、二次審査の当日に、必ず３部持参してください。 ３部のうち２部は、事前学習確認審

査会場で提出してください。残りの１部は、発表時に使用するための自分用として発表審査会場

に持参してください。 

 

〇お問い合わせ先 

成蹊大学アドミッションセンター 経済学部担当 

TEL ：0422-37-3533 

Email：nyushi@jim.seikei.ac.jp 

 

以  上  

mailto:nyushi@jim.seikei.ac.jp



